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摘 要 

 

为加强集成电路产业知识产权工作，促进我国集成电路产业创新发

展和国际合作，中国半导体行业协会知识产权工作部和上海硅知识产权

交易中心继续联合编写《中国集成电路产业知识产权年度报告》（2020

版），以资会员单位和行业能够以更快捷高效的方式获得我国 2020 年度

集成电路产业的专利公开数量、技术分布、主要专利权人，以及布图设

计专有权等情况，以资工作参考。 

本报告主要以我国集成电路专利与布图设计为主要研究对象，统计

2020 年专利的增量（同时显示 2019 年增量以作参考），布图设计的总数

和 2020 年增量，在专利技术分布方面将集成电路根据技术类别分成三大

类（设计、制造、封测）进行分析，每类下又分成若干从类统计分析。

本报告重点关注集成电路领域专利的 2020 年年度发展状况、2020 年度

集成电路专利技术分布、2020 年度主要权利人、国内主要集成电路企业

在中国和美国的专利累计公开量、国内集成电路领域主要上市公司在中

国和美国的专利累计公开量对比；以及布图设计的申请趋势、各省市排

名情况，国内外主要权利人的情况。 

近年来，本领域中国专利年度公开数量开始超过美国专利年度公开

数量。2020 年度中国专利年度公开数量维持四万件以上，同比增长 13.7%。

从集成电路领域 2020 年度中国专利整体上，83%的集成电路领域中国专

利是中国权利人申请，17%由国外权利人申请，和 2019 年度相比持平。
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从专利的类型来看，77.7%的集成电路领域中国专利是发明专利，20.8%

的集成电路领域中国专利是实用新型专利。与 2019 年度集成电路领域中

国专利相比，2020 年中国发明专利占全年专利总量的比重略有下降。 

从 2020 年当年集成电路领域专利技术分布情况看，设计技术相关专

利数量最多、其次是制造和封测技术。国外权利人在设计、制造及封测

技术分支的专利数量占比分别达 18%、20%、8%，可见国外权利人对中国

集成电路市场相当的重视。 

2020 年中国集成电路领域排名前二十的专利权人中，中国权利人共

有 15 位，其中 4 位科研院所，1 位来自中国台湾地区，5 位是大陆主要

的集成电路制造企业和一个电子信息龙头企业。前二十中的国外权利人

有 5 位，可见国外权利人在中国的专利布局的实力和地位。 

中国十大集成电路设计企业(取自中国半导体行业协会根据 2019 年

企业销售额统计情况发布)持有美国专利超过 100 件的维持了仅有五家。

中国半导体制造十大企业都很重视在中国的专利申请，半导体制造领域

主要在华落地的国外企业更重视在美国专利布局，同时在中国也有数量

较多的专利布局；而中国大陆半导体制造领域主要企业侧重在中国的专

利布局，在美国的专利布局占比很小，甚至无美国专利布局。我国大陆

封装测试企业的专利申请数量不及制造企业，公开的美国专利数量少。

从上市公司角度看，类似的情况是：中国集成电路领域的上市公司更重

视在国内的专利布局，而绝大多数公司在美国等境外的专利布局数量稀

少。 

中国集成电路布图设计登记公告统计分析显示，2020 年全国集成电
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路布图设计专有权申请量有大幅提高，广东、江苏、浙江三省的增长幅

度更是超过 100%。广东、江苏和上海保持了集成电路布图设计专有权申

请历年累积量全国领先。美国亚德诺半导体公司(Analog Devices)近年

来一直在集成电路布图设计登记中保持国外权利人年申请量排名第一，

2020 年相对 2019年增加 26%，反映了其对中国市场的持续重视，值得有

同类产品的公司关注。 

专利作为集成电路企业重要核心资产，除了自身不断积累外，仍可

考虑导入国际先进理念，通过实体企业拆分出专利运营公司，或者与上

海硅知识产权交易中心等第三方专利运营平台合作，获取外部高价值专

利，盘活企业专利存量，充分发挥专利的“资产”属性。 

专利检索数据源、检索方法、检索式等均有可能造成数据结果的偏

差，加之我们业务水平仍有待持续提高，敬请读者批评指正以兹改进。

因此报告中不足之处，和读者对特定领域和产品方向的专利进一步分析，

请邮箱联系：ipmap@ssipex.com。本报告是公益性质的研究，版权归属

上海硅知识产权交易中心有限公司（SSIPEX）。如需对特定领域的分析如

第三方和读者进行非商业用途研究时引用，请加注资料出处。 

mailto:ipmap@ssipex.com
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一、 集成电路中国专利统计分析 

本报告中集成电路领域（包括设计、制造及封测，下文同）专利分

析，包括 2020 年度集成电路发展状况、专利技术分布、主要权利人、国

内主要集成电路企业中国和美国专利累计公开量、以及国内集成电路领

域主要上市公司中国和美国专利累计公开量。专利检索分析工具为知识

产权出版社有限责任公司的专利信息服务平台 CNIPR，该平台数据资源

包括 100 多个国家和地区的 1 亿多条专利数据。分析对象为集成电路领

域中国公开的发明和实用新型专利；集成电路领域美国公开的发明专利。 

专利统计时间范围为 2019 年和 2020 年。2019 年和 2020 年申请的

部分专利在 2020年底尚未公开，因此该两年专利申请数据有部分未计入

统计数量。专利检索采用国际专利分类号（IPC）和设计、制造及封测技

术的关键词（美国专利检索采用英文关键词；中国专利检索采用中文关

键词和部分技术英文缩写）相结合的方法。由于集成电路的新技术、新

结构、新器件和新工艺的发展变化，关键词和分类方式逐年均有修正、

完善。这些关键词的修正完善会导致本报告与去年报告中同期统计数据

有所差异，故两者不应简单比对。 

（一）中国集成电路专利 2020年度发展状况 

在国家加快推动集成电路产业发展相关政策支持和中国集成电路市

场规模快速增长双轮驱动下，国内集成电路产业规模也逐年增长。中国

半导体行业协会统计，2020年中国芯片产业销售额增长 17.8%，达到 8911
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亿元人民币。根据海关统计，2020 年中国进口集成电路 5435 亿块，同

比增长 22.1%；进口金额 3500.4 亿美元，同比增长 14.6%。出口集成电

路 2598 亿块，同比增长 18.8%；出口金额 1166 亿美元，同比增长 14.8%。

据世界半导体贸易统计组织（ WSTS， World Semiconductor Trade 

Statistics）统计，2020 年全球半导体市场销售额 4390 亿美元，同比

增长了 6.5%。 

为了保护在集成电路市场的技术竞争优势，国内外集成电路企业近

年来都更加重视技术创新保护及知识产权专利布局。2020 年集成电路领

域中国公开的专利共计 47382 件，其中中国发明专利 36812 件（约占全

年公开专利的 77.7%），实用新型专利 10570 件（约占全年公开专利的

22.3%）。2019 年集成电路领域中国公开的专利共计 41666 件，其中中国

发明专利 32989 件（约占全年公开专利的 79.2%），实用新型专利 8677

件（约占全年公开专利的 20.8%）。2020 年集成电路领域中国公开的专利

中发明专利所占的比重相比 2019 年度略有降低。 

（二）中国集成电路专利 2020年度技术分布 

表 1.1 反映了中国集成电路领域专利的技术分布情况，与 2019 年相

比，2020 年中国集成电路领域各从类的专利布局数量有所提升。虽然主

体上中国的集成电路产业规模化经营起步较晚、核心技术积累不足，但

近年来中国的集成电路企业和相关单位研发投入增长很快，并带动相应

的中国专利申请不断高速增长。从 2020 年当年集成电路领域专利技术分

布情况看：设计相关专利数量最多（26889 件）、其次是制造（13626 件）
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和封测（8893 件）。而国外权利人在设计、制造及封测技术分支的专利

数量占比分别达 18%、20%、8%，可见国外权利人对中国集成电路市场，

尤其是设计、制造领域仍保持有相当优势。 

表 1.1 中国集成电路领域专利技术布局及主类国外权利人占比 

（2019 年和 2020 年当年公开数）（已更新） 

主类 从类 
2019年 

专利数量 

2020年 

专利数量 

2020

小计 

200小计及占比 

（国外权利人） 

设计 

模拟 10706 12212 

26889 4842（18%） 
逻辑器件 4798 4871 

存储器 3062 3495 

处理器 7258 8601 

制造 

氧化（oxidation） 2531 2829  

2747（20%） 

清洗（clean） 204 229  

光刻（lithograph） 1717 2007  

刻蚀（etch） 1943 2217  

化学气相沉积（CVD） 558 560  

物理气相沉积（PVD） 263 255 13626 

原子层沉积（ALD） 226 230  

离子注入（implementation） 2958 2848  

化学机械抛光（CMP） 902 1028  

晶体管（transistor） 6108 6762  

先进工艺先进器件 858 939  

封测 

引脚插入式封装（THM） 699 771 

8893 738（8%） 

尺寸贴片封装(SOP) 1153 1415 

表面贴片 QFP封装 342 497 

表面贴片 BGA封装 111 126 

其它封装 961 1278 

先进封装 2352 2817 

在线测量（In Process Test） 

2654 3361 

芯片针测（CP：chip probing） 

可靠性测试（Reliability 

Testing） 

失效测试（Fail testing） 

寿命测试（Life testing） 

注*一个专利有可能涉及几个类别，所以小计数略小于各类别数量的总和。    SSIPEX统计整理 

继表 1.1 数据，表 1.2 进一步列出了集成电路领域 2020 年中国专利

技术布局情况，以及从类中国权利人和国外权利人的专利分布情况。 
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从集成电路领域中国专利整体上，83%的集成电路领域中国专利是中

国权利人申请，17%由国外权利人申请。从具体技术比较，在设计技术方

面，中国权利人专利数量占 82%，其中存储器技术专利数量比国外权利

人的数量相对较少，其占存储器专利公开量的 56%。在制造技术方面，

中国权利人专利数量约占 80%，其中清洗、光刻、化学气相沉积、物理

气相沉积技术的专利数量较多，原子层沉积和晶体管器件方面较弱；在

封装测试技术方面，国内权利人专利数量约占 92%，封装测试各技术专

利相对国外权利人为多，反映了国内集成电路封装测试技术方面积极发

展的态势。 
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表 1.2 中国集成电路领域 2020 年公开专利技术布局及从类国内外权利人占比 

主类 从类 
2020专利公开

数量 

中国专利

权人 

国外专利

权人 

设计 

模拟 12212 10324 1888 

逻辑器件 4871 4259 612 

存储器 3495 1941 1554 

处理器 8601 7412 1189 

小计 26889 22047 4842 

制造 

氧化（oxidation） 2829 2335 494 

清洗（clean） 229 210 19 

光刻（lithograph） 2007 1781 226 

刻蚀（etch） 2217 1915 302 

化学气相沉积（CVD） 560 498 62 

物理气相沉积（PVD） 255 233 22 

原子层沉积（ALD） 230 168 62 

离子注入（implementation） 2848 2423 425 

化学机械抛光（CMP） 1028 853 175 

晶体管（transistor） 6762 5149 1613 

先进工艺先进器件 939 796 143 

小计 13626 10879 2747 

封装 

测试 

引脚插入式封装 

（THM：Through-Hole Mount） 
771 740 31 

尺寸贴片封装(SOP) 1415 1299 116 

表面贴片 QFP封装 497 480 17 

表面贴片 BGA封装 126 121 5 

其它封装 1278 1155 123 

先进封装 2817 2517 300 

在线测量（In Process Test） 

3361 3162 199 

芯片针测（CP：chip probing） 

可靠性测试（Reliability Testing） 

失效测试（Fail testing） 

寿命测试（Life testing） 

小计 8893 8155 738 

总         计 47382 39366 8016 

注*:一个专利可能涉及几个类别，因此小计数略小于各类别数量的总和   SSIPEX统计整理 
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表中的中国部分计入来自中国台湾地区权利人申请的中国专利数量。 

集成电路设计和制造/晶圆代工领域，国外专利权人专利的数量占比也相

对较多，特别是设计中的存储器领域和制造中的晶体管和原子层沉积。

集成电路封装测试方面，国内专利权人专利的数量占较大比重，相对集

成电路设计企业和制造企业的专利布局更为积极。 

（三）中国集成电路专利 2020年度主要专利权人 

2020 年专利公开数量排名前 20 的专利权人分布如下表 1.3 所示。 

表 1.3 2020 年中国集成电路领域的主要专利权人分布（top 20） 
 专利权人 国家或地区 2020 年公开数量 

1 三星电子株式会社 韩国 852 

2 台湾积体电路制造股份有限公司 中国台湾 784 

3 苏州浪潮智能科技有限公司 中国 697 

4 华虹集团* 中国 668 

5 长江存储科技* 中国 626 

6 美光科技公司 美国 523 

7 爱思开海力士有限公司 韩国 519 

8 中芯国际* 中国 518 

9 长鑫存储技术有限公司 中国 503 

10 电子科技大学 中国 386 

11 中国科学院微电子研究所 中国 331 

12 华为技术有限公司 中国 321 

13 英特尔公司 美国 315 

14 株式会社村田制作所 日本 199 

15 西安电子科技大学 中国 197 

16 京东方科技集团股份有限公司 中国 180 

17 珠海格力电器股份有限公司 中国 172 

18 诺思(天津)微系统有限责任公司 中国 164 

19 OPPO 广东移动通信有限公司 中国 159 

20 天津大学 中国 158 

注*：1.华虹集团权利人合并统计包括：上海华虹（集团）有限公司，上海华虹 NEC电子有限公司，上

海华虹宏力半导体制造有限公司，上海宏力半导体制造有限公司，上海华力微电子有限公司，上海华力

集成电路制造有限公司，上海集成电路研发中心有限公司，上海华虹计通智能系统股份有限公司，上海

虹日国际电子有限公司，上海华虹挚芯电子科技有限公司，华虹科技发展有限公司，华虹半导体（无锡）

有限公司。2.长江存储合并统计包括：长江存储科技有限责任公司，武汉新芯集成电路制造有限公司，
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武汉长江存储科技服务有限公司，紫光长存（上海）集成电路有限公司，长存创芯（北京）集成电路设

计有限公司，紫光宏茂微电子（上海）有线公司（宏茂微电子（上海））。3.中芯国际集团合并统计包

括：中芯国际集成电路制造（上海）有限公司，中芯国际集成电路制造（北京）有限公司，中芯国际集

成电路制造（天津）有限公司，中芯国际集成电路制造（绍兴）有限公司，中芯国际集成电路新技术研

发（上海）有限公司，中芯长电半导体（江阴）有限公司等子公司（详见中芯国际 2020中期报告）。 

                    SSIPEX统计整理 

2020 年中国集成电路领域排名前二十的专利权人如表 1.3 所示。中

国权利人共有 15位，其中 4位高校和科研院所，1位来自中国台湾地区。

其中四位是大陆主要的集成电路制造企业华虹集团、长江存储科技、中

芯国际和长鑫存储技术有限公司，还有 IC 设计业务的企业华为技术有限

公司，5 位在排名表上分别为第四、五、八、九和十二位。前二十中国

权利人中有 4 位高校和科研院所，可见高校和科研院所是国内集成电路

领域比较活跃的创新主体。前二十中的国外权利人有 5 位，其中美国 2

位，韩国 2 位，日本 1 位，这些权利人都是全球主要的集成电路企业，

可见他们在中国集成电路领域的专利布局的实力和地位，也反映了中国

集成电路市场已是全球集成电路企业持续重点关注的地域。 

（四）国内主要集成电路企业中国和美国专利布局 

国内主要集成电路企业的专利布局情况是对中国半导体行业协会公

布的 2019 年中国集成电路设计、制造、封装测试的十大企业（按销售额

统计）的专利布局情况进行统计分析，统计了以这些主要企业
①
为专利权

人的 1985 年至 2020 年底累计的中国和美国专利公开数据。 

表 1.4是中国半导体行业协会公布的 2019年度中国十大集成电路设

计企业截至 2020年专利布局统计情况。由表可见，中国大陆主要集成电

 
①. 合并其控股子公司和孙公司及其历史名称 
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路设计企业在中国申请专利积极，尤其是清华紫光展锐、深圳市汇顶科

技股份有限公司、杭州士兰微电子股份有限公司、华大半导体有限公司

和北京兆易创新科技股份有限公司，中国专利累积总数分别排名前五，

分别累计公开 4036 件、1879 件、1378 件、1318 件和 1279 件。在美国

专利公开数量上，豪威集团由于是上海韦尔半导体股份有限公司合并豪

威科技和思比科，并且豪威科技收购美国公司豪威科技股份有限公司，

因此豪威集团美国专利总数较高。深圳市汇顶科技股份有限公司和清华

紫光展锐由于各自在指纹识别芯片领域和通讯芯片领域已具有国际竞争

力，因此美国专利数量相对较多，分别为 833 和 385 件公开。相对于各

自中国专利布局，其余七家企业在美国专利布局较少。 

表 1.4 2019年中国集成电路设计十大企业专利情况 

（1985年至 2020年底专利累计公开数） 

排名 企业名称 中国专利 美国专利 

1 深圳市海思半导体有限公司 73 5 

2 豪威集团 1122 1917 

3 北京智芯微电子科技有限公司 971 3 

4 深圳市中兴微电子技术有限公司 957 143 

5 清华紫光展锐 4036 385 

6 华大半导体有限公司 1318 153 

7 深圳市汇顶科技股份有限公司 1879 833 

8 格科微电子（上海）有限公司 552 16 

9 杭州士兰微电子股份有限公司 1378 39 

10 北京兆易创新科技股份有限公司 1279 51 

注：专利统计包含该企业名及其名下控股子、孙公司（含历史名称）；*销售第二的“豪威集团”的专

利统计“上海韦尔半导体股份有限公司”及其旗下“豪威科技”和“思比科”等企业名下中国控股子公

司，销售第六的“清华紫光展锐”的专利统计“北京紫光展锐科技有限公司”企业名及其名下控股子、

孙公司（含历史名称）。                        SSIPEX统计整理 
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表 1.5 和表 1.6 是根据中国半导体行业协会提供的中国大陆十家主

要的集成电路制造企业和十家主要的封测企业在中国和美国公开的专利

统计情况。考虑到总部不在我国大陆的公司一般以总公司的名义在中国

申请专利，表中括号内数字为统计了其母公司或集团公司的专利公开数

量。 

表 1.5 2019年中国半导体制造十大企业专利情况 

（1985年至 2020年底专利累计公开数） 

排名 企业名称 中国专利 美国专利 

1 三星（中国）半导体有限公司 28(50547) 0（189147） 

2 英特尔半导体（大连）有限公司 10(14434) 0（61214) 

3 中芯国际集成电路制造有限公司 13940 3403 

4 SK 海力士半导体（中国）有限公司 0（5277） 0（25275） 

5 上海华虹（集团）有限公司* 13433 613 

6 台积电（中国）有限公司 0（9752） 0（45954） 

7 华润微电子有限公司 1896 295 

8 和舰芯片制造（苏州）股份有限公司 297 9 

9 西安微电子技术研究所 552 0 

10 武汉新芯集成电路制造有限公司 1158 74 

注：专利统计包含该企业名及其名下控股子、孙公司（含历史名称）。*上海华虹（集团）有限公司统

计权利人包含：上海华虹（集团）有限公司，上海华虹 NEC电子有限公司，上海华虹宏力半导体制造有

限公司，上海宏力半导体制造有限公司，上海华力微电子有限公司，上海华力集成电路制造有限公司，

上海集成电路研发中心有限公司，上海华虹计通智能系统股份有限公司，上海虹日国际电子有限公司，

上海华虹挚芯电子科技有限公司，华虹科技发展有限公司，华虹半导体（无锡）有限公司，华虹科技发

展有限公司。 

SSIPEX统计整理 

上表可见，中国半导体制造十大企业都很重视在中国的专利申请，

比如排名第一的韩国三星在中国专利公开数为 50547 件，排名第二的英

特尔在中国专利公开数为 14434 件。国内企业中，中芯国际集成电路制
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造有限公司的中国专利公开数为 13940 件，上海华虹（集团）有限公司

的中国专利公开数为 13433 件。相对而言，半导体制造领域的主要国外

企业更重视在美国的专利布局，同时在中国也有数量较多的专利布局。

而中国大陆半导体制造领域主要企业侧重在中国的专利布局，在美国的

专利布局占比很小，甚至无美国专利布局。 

我国大陆封装测试企业的专利申请数量不及制造企业，公开的美国

专利数量更少，详见下表。 

表 1.6 2019年中国半导体封装测试十大企业专利情况 

（1985年至 2020年底专利累计公开数） 

排名 企业名称 中国专利 美国专利 

1 江苏长电科技股份有限公司 1953 2831 

2 南通华达微电子集团有限公司 1266 74 

3 天水华天电子集团 961 101 

4 恩智浦半导体* 2(1438) 18（10371） 

5 威讯联合半导体（北京）有限公司 0（63） 0（1332） 

6 三星电子（苏州）半导体有限公司 5（50547） 0（189147） 

7 海太半导体（无锡）有限公司 273 0 

8 安靠封装测试（上海）有限公司 1（107） 0（13592） 

9 全讯射频科技（无锡）有限公司 88 2（2） 

10 晟碟半导体（上海）有限公司 31（1157） 26（8623） 

注：排名第四的“恩智浦半导体”专利检索名称中包含“恩智浦半导体”权利人（不含大唐恩智浦半导

体），其它专利统计包含该企业名及其名下控股子、孙公司（含历史名称）。      SSIPEX统计整理 

总体来说，中国大陆集成电路企业相对重视在中国的专利布局；集

成电路制造企业的专利布局相对设计、封测企业更为积极。与国际上主

要集成电路企业相比，我国大陆集成电路企业在专利积累、区域布局上

都存在差距。为了更好地利用知识产权参与国际市场竞争，中国集成电
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路企业应在加大研发投入的同时更积极地布局国内外专利，加强行业和

企业知识产权体制机制建设，通过知识产权运营，捕捉国际高价值专利

的交易时间窗口，获取基础性专利，同时盘活企业存量专利资产。 
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（五）国内集成电路上市公司中美专利布局 

集成电路领域企业是高新技术的典型代表，知识产权是其核心竞争

力的重要体现。企业的核心竞争力是其可持续创新能力，知识产权（尤

其是专利）是体现企业创新能力的主要手段。现对国内的集成电路领域

中九十家上市企业的中国和美国专利情况进行统计中国和美国专利数量

统计分析，参见表 1.7。 

表 1.7 中国集成电路领域主要上市企业中国和美国专利布局情况（Top 20） 

（1985年至 2020年底专利累计公开数） 

序号 公司名称 中国专利数量 美国专利数量 

1 中芯国际集成电路制造有限公司 13940 3403 

2 华力微电子 5003 241 

3 杭州海康威视数字技术股份有限公司 4695 309 

4 华虹半导体 2883 216 

5 北方华创科技集团股份有限公司 2522 28 

6 江苏长电科技股份有限公司 1962 2831 

7 曙光信息产业股份有限公司（中科曙光） 1891 9 

8 深圳市汇顶科技股份有限公司 1891 833 

9 华润微电子有限公司 1722 293 

10 苏州生益科技有限公司 1695 121 

11 华大半导体有限公司 1348 153 

12 北京兆易创新科技股份有限公司 1222 51 

13 上海韦尔半导体股份有限公司 1127 1917 

14 中科寒武纪科技股份有限公司 1060 232 

15 三安光电股份有限公司 1041 53 

16 南通富士通微电子股份有限公司 981 22 

17 国民技术股份有限公司 928 0 

18 天水华天科技股份有限公司 877 87 

19 瑞芯微电子股份有限公司 859 5 

20 环旭电子股份有限公司 856 299 

SSIPEX统计整理 

上表为中国集成电路领域主要的上市企业 1985 年至 2020 年底中国

专利累计公开数量排名前 20 名，同时也列出了该 20 名上市企业的美国

专利公开数量。 
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经统计，中国集成电路领域 90 家主要上市企业 1985年至 2020 年底

中国专利累计公开 62408 件。排名前 20 的上市企业累计的中国专利公开

数为 50243 件，约占 90 家上市企业专利公开总量的 80.5%。可见，较多

中国集成电路领域上市企业专利布局的数量较少。 

中国集成电路制造领域上市企业相对重视在中国的专利申请，比如

排名第一的中芯国际集成电路制造有限公司中国专利公开数为 13940 件

(相较 2019年增加 4.6%)，排名第二的华力微电子中国专利公开数为 5003

件(相较 2019 年增加 13.7%)。排名第二的华力微电子和排名第四的华虹

半导体同属于上海华虹（集团）有限公司，上海华虹（集团）有限公司

的中国专利公开总数为 13433 件（表 1.5  2019 年中国半导体制造十大

企业专利情况）。 

相对而言，中国集成电路领域的上市公司更重视在国内的专利布局，

除了中芯国际集成电路制造有限公司在美国专利公开数量为 3403 件以

外，其他公司在美国的专利布局数量较少。长电科技和上海韦尔半导体

股份有限公司由于是国内企业分别收购新加坡公司星科金朋和美国公司

豪威科技股份有限公司，因此两公司美国专利总数均高于中国专利总数。 
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二、 中国集成电路布图设计登记公告统计分析 

（一）全国集成电路布图设计专有权申请量年度分布 

根据国家知识产权局公开的集成电路布图设计专有权公告数据统计，

从 2001 年 10 月 1日至 2020 年 12月 31 日公告中，在我国登记公告（包

括国外权利人）的布图设计总计 33545 件。2011 年至 2020 年间我国集

成电路布图设计专有权年度分布详见图 2.1。2020 年度公告的全国集成

电路布图设计专有权数量再创新高，达到 10988 件。其中我国大陆权利

人的布图设计专有权共 10829 件、约占全国的 98.6%；我国台湾地区权

利人的布图专有权 8 件；香港地区权利人的布图专有权 33 件；国外权利

人的布图专有权 118 件，约占全国的 1.1%,相较 2019 年略有下降。 

 

图 2.1 全国集成电路布图设计专有权年度分布图   SSIPEX统计整理 

（二）全国集成电路布图设计专有权省市排名情况 

从省市的分布来看，2020 年度广东省集成电路企业布图设计专有权

数量达到 3196 件，占全国数量的 29.1%，位居全国第一。居全国第二到
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第六位的省市分别为：江苏省 2434件（占全国数量的 22.2%），上海 1632

件（占全国数量的 14.9%），浙江 618件（占全国数量的 5.6%），北京 469

件（占全国数量的 4.3%），安徽省 388 件（占全国数量的 3.5%）。上述排

名前 6地区的集成电路布图设计专有权累计数量约占 2020年度全国数量

的 80%，相较 2019 年排名前六地区占比持平。 

 

图 2.2 2020全国布图设计专有权省市排名   SSIPEX统计整理 

 

表 2.1 全国布图设计专有权省市排名 

排名 1 2 3 4 5 

省市 广东 江苏 上海 浙江 北京 

2020年 3196 2434 1632 618 469 

2019年 1241 1040 905 270 313 

增长率 158% 134% 80% 129% 50% 

历年累计量 6626 5718 6600 1990 2511 

SSIPEX统计整理    
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从表 2.1 可见，2020 年度布图登记排名前五的地区的全国集成电路

企业布图设计专有权数量均较 2019年度有大幅增长，广东、江苏、浙江

三省的增长幅度更是超过 100%。2019 年排名第四的安徽省 2020 年布图

登记量为 388 件，基本和 2019 年持平，但因为浙江和北京 2020 年申请

量有大幅增长，安徽 2020 年下移至第六位。 

（三）2020年国外权利人在我国的集成电路布图设计登记情况 

2020 年国外权利人在我国申请集成电路布图设计登记共计 118 件，

均来自美国权利人。其中 111 件来自美国亚德诺半导体公司(Analog  

Devices)，5 件来自凌云逻辑公司,2 件来自美国思睿逻辑有限公司。 

表 2.2 2019年集成电路布图设计国外权利人排名 

排名 公司 国别 数量 

1 美国亚德诺半导体公司 美国 111 

2 凌云逻辑公司 美国 5 

3 美国思睿逻辑有限公司（Cirrus Logic Inc） 美国 2 

SSIPEX 统计整理 

美国亚德诺半导体公司是世界上领先的高性能模拟、混合信号和数

字信号处理(DSP)集成电路(IC)设计、制造和营销企业，产品涉及几乎所

有类型的电子电器设备。近年来该公司一直在中国进行集成电路布图设

计登记，并且保持较多的数量和高增长率，2019年相对 2018年增加 33%，

2020 年同比增长 26%。 

 

 


